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“ raccumulation d’eau susceptible de se produiresous 35  par un ensemble de composants, notamment des |
7 |eg composants encapsulés induit des fissures dans pastilles semi-conductrices, encapsulés dans des
_le matériau piastique formant e bottier, lors du mon- boitiers 3 et disposés sur un substrat (ou carte) 1, por-
. tage sur la carte, du fonctionnement du composant et tant un circuit imprimé, assurant classiquement la
* - duchauffage qui en résulte. Cetinconvénient lesrend fixation mécanique des boitiers et leur interconnexion
. inutilisables pour les applications hautes performan- 40 6lectrique & I'aide de pistes conductrices 41, dispo-
. ces. sées sur la surface de la carte 1.
\—/. . Laprésente invention a pour objet une encapsu- Classiquement également, la carte de circuit
- - |ation hermétique des composants utilisés dans les Imprimé 1 comporte un connecteur 4, disposé al'une .
_ circuits Slectroniques, tels que pastilles semiconduc- de ses extrémités et sensiblement sur toute sa lon-
trices, qui soit d'un prix de revient moins élevé que 45 gueur. Ce connecteur comporte des contacts 40
celul des boitiers céramique-métal et qui assure la venant reposer sur les pistes 41 de la carte 1 et assu-
- -protection hermétique des composants, aussi bien rant ainsi la connexion électrique.
lorsqu'ils sont mentés de fagon opérationnelle dans Le dispositif comporte en outre un capot 2 recou-
un équipement que lors des opérations de mainte- vrant sensiblement la totalité de la surface de la carte
nance de ces demiers. §0 1, saufles moyens de connexion 4, dont la périphérie
" Acet effet, les composants sont encapsulés cha- est fixée de fagon étanche sur la carte 1. Selon
cun dans un boftier non hermétique, réalisé par exem- Iinvention, on a ainsi formé autour des boftiers 3 une
ple en matériau plastique, puis les boitiers sont deuxidme enceinte, repérée 6, dont la fonction est
" montés sur une carte de circuit imprimé, munie de d'assurer 'herméticité de I'ensemble du circult élec-
- moyens de connexion éleciriques et d'un capotscellé 86 tronique.
-sur ia carte de sorte & enfermer I'ensemble des boi- L’herméticité est assurée par le choix des maté-
_tiers dans une deuxidme enceinte telle qu 'elle soit riaux formant la deuxidme enceinte. A cet effet, la
hermétique, les moyens de connexion étant laissés carte de circuit imprimé 1 doit 8tre réalisée de sorte a -
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--par exemple. - - capot sur le subsirat est constituée par un brasage. -
- . Lafigure 2 représents, schématiquementetvuen 6. Dispositif selon 'une des revendications préoé-
' coupe, un deuxidme mode de réalisation dudispositif 35 dentes, caractérisé par le fait que le capot est scellé
- selon linvention. sur le substrat par I'intermédiaire d’un cadre (50).
- Sur cette figure, on retrouve les boftiers 3 7. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé
- d'encapsulation de composants électroniques mon- parle fait que le cadre (50) est constitué par un alliage
" “tés sur la carte 1, qui porte le connecteur 4 & I'une de de ferro-nickel.

ses extrémités. La carte estrecouverte d'un capotqui 40
est, dans ce mode de réalisation, plan et repéré 20 ;

N~/ il est monté sur la carte 1 par I'intermédiaire d’'un Patentanspriiche
cadre 50. '

L’herméticité est ici encore assurée par le choix 1. Vorrichtung zum hermetischen Einschliefen
des matériaux formant la deuxidme enceinte (6) ; 45 olektronischer Bausteine, die je in ein nicht herme-
¢’est ainsi que Ia carte 1 est par exemple.en cérami- tisch geschlossenes Gehduse (3) eingekapselt sind,
que, le capot 20 par exemple métallique et le cadre 50 wobei die Geh&use auf einem Substrat (1) montiert

- en un alliage de ferro-nickel. sind, das elne gedruckte Schaitung trégt, die die Ge-

Uintérét du cadre 50 est que celui-ci peut étre h&use miteinander zu einer elektronischen Schaltung

"fixé, par brasure par exemple, sur la carte {avantle 50 verbindet, dadurch gekennzeichnet, daR das Substrat
montage des boitiers 3 ; cela lui permet par exemple (1) Mittel (4) filr den elektrischen AuRenanschluB, die
- d'étre brasé a haute température, c’est-a-dire une mit der gedruckten Schaltung verbunden sind, und ei-
_température supérieure & la température de refusion ne Abdeckhaube (2, 20) aufweist, die auf dem Sub-
de la brasure utllisée pour monter les boitiers 3. Le strat unter Bildung einer zweiten Umhiillung (6)
capot 20 peut alors étre scellé surle cadre 50 parrefu- &6 verslegelt ist, welche das gesamte Substrat mit Aus-
sion, avec les conditions mentionnées pour le mode nahme der AnschluBmittel (4) in einem einzigen Ver-
de réalisation décrit figure 1, ou par d'autres moyens . fahrensschritt einkapseit, wobei die hemmetische
évitant ces difficultés : soudure par laser, soudure Dichtheit der gesamten elektronischen Schaltung -
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Sur cstte- figure, on retrouve les boftiers 3 7. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé
d’encapsulation de composants électroniques mon- parle fait que le cadre (50) est constitué parun alliage
tés surla carte 1, qui porte le connecteur 4 & I'une de de ferro-nickel.

ses extrémités, La carte estrecouverte d'un capotqui 40
est, dans ce mode de réalisation, plan et repéré 20 ;

il est monté sur la carte 1 par l'intermédiaire d'un Patentanspriiche
cadre 50. _
L'herméticité est ici encore assurée par le choix 1. Vorrichtung zum hermetischen EinschlieRen
des matériaux formant la deuxiéme enceinte (6) ; 45  elektronischer Bausteine, die je in ein nicht herme-
c’est ainsi que la carte 1 est par exemple en cérami- tisch geschiossenes Gehéduse (3) eingekapselt sind,
que, le capot 20 par exemple métallique et fe cadre 50 wobei die Gehéuse auf einem Substrat (1) montiert
en un alliage de ferro-nickel. sind, das eine gedruckte Schaltung trdgt, die die Ge-
_ L'intérét du cadre 50 est que celui-ci peut étre héuse miteinander zu einer elsktronischen Schaltung
fixé, par brasure par exemple, sur la carte 1 avantle 50  verbindet, dadurch gekennzeichnet, dal das Substrat
montage des boftiers 3 ; cela lui permet par exemple (1) Mittel (4) fiir den elektrischen AufenanschiuB, die
d’'stre brasé & haute température, c'est-a-dire une mit der gedruckten Schaltung verbunden sind, und ei-
. température supérieure 2 [a température de refusion ne Abdeckhaube (2, 20) aufweist, die auf dem Sub-
de la brasure utilisée pour monter les boftiers 3. Le - strat unter Bildung einer zweiten Umhdllung (6)
capot 20 peut alors étre scellé surle cadre 50parrefu- 55  versiegelt ist, welche das gesamte Substrat mit Aus-
sion, avec les conditions mentionnées pour le mode nahme der AnschluBBmittel (4) in einem einzigen Ver-
de réalisation décrit figure 1, ou par d’autres moyens fahrensschritt einkapseit, wobei die hemmnetische
évitant ces difficultés : soudure par laser, soudure - Dichtheit der gesamten elektronischen Schaltung
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~ electronic circult, and a cover (2, 20) sealed onto the
substrate such as to form a second enclosure (6)
- which encapsulates in one operation the entire sub- 40
. strate except the connection means, the hermetic
\~ sealing of the electronic clrcuit being ensured by the
choice of each of the materials which form the sub-
strate, the cover and the sealing of the cover on the
substrate and constituting the second enclosure (8). 45
" 2. A device according to claim 1, characterized In
that the substrate (1) is made of ceramic material.
3, A device according to claim 1, characterized in
. that the substrate (1) is covered on its outer faces by
a layer of a material which ensures hermetic sealing. 50
4. Adevice according to any one of the preceding
claims, characterized in that the cover (2) is made of
metal or of a ceramic material. _
. 5. Adevice according to any one of the preceding
claims, characterized in that the sealing of the cover 55
on the substrate is made by soldering.
" 8. Adevice according to any one of the preceding

claims, characterized in that the cover is sealed onto



